u zome wafer

https://www.mikrozone.sk/pluginy/lexicon/lexicon.php?0.cat.1.34

Oznaceni wafer se v mikroelektronice pouZiva pro tenky platek kfemiku o priméru 6 az 12 palcl (initial wafer), na kterém se
poté technologickym postupem vytvori aktivni elektronické soucastky nebo integrované obvody (finished wafer). Po skonceni
technologického procesu se tento platek zbrousi na tloustku nékolika malo set mikrometr(, nalepi na tenkou adhezivni
plastovou podlozku a nareze na jednotlivé Cipy, které se nasledné zapouzdri.
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